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米国特許にみるナノインプリント技術の最新動向 
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はじめに 
 
ナノテクノロジーは世界の先端企業が覇権を争う重要技術です。その中で、ナノインプ

リント技術は、2000年以後になって急激に注目され、半導体フォトリソ技術の代替や

Gbit/in２の高密度記録 CDのスタンピング技術としてだけでなく、次世代分子デバイスや

医療･バイオのマイクロ流体デバイスなどの微細加工を実現する低コストで高スループッ

トなキーテクノロジーとして注目されています。さらに最近では、実用化への技術革新が

進み、実際の生産現場に組み込まれる重要な生産技術として、将来が期待されています。 

 

本調査では、全世界から優れた発明が集まる米国特許に着目し、ナノインプリント技術

の最近の動向を反映する 2000年以後発行の約 2,000件の米国特許（登録）を査読し、ノ

イズ情報を除去し、ナノインプリント技術に関する約220件の米国特許を掲載しています。 

 

本調査の結果から、ナノインプリント技術に関して重要な発明が米国特許に多く集まっ

ていることが分かります。しかも、最も注目すべきことは、半導体やディスプレイ分野な

どとは明らかに異なり、ナノインプリント技術では日本企業の米国特許が極めて少なく、

米国企業の特許が質量ともに他国のそれを大きく上回っていることです。これは、次世代

の生産技術としてナノインプリント技術に期待するわが国にとって誠に由々しき事態だ

と思われます。 

 

幸い、わが国企業は材料技術や金型製造技術、市場密着型技術開発力などに優れ、これ

らを積極的に発展させることで、失地を挽回できるものと思われます。どの分野に、どの

企業が、どのような技術で特許取得しているかを学び、技術と特許の現状と自社の位置づ

けを客観的に把握し、研究開発路線の策定資料や、侵害防止、あるいは、無駄な重複投資

を避ける資料として、本調査報告書をご利用ください。 
 



１．本調査報告書の特徴と利用方法 
 
（１）特許権が成立している米国特許 

本報告書では、すでに特許権が成立している米国特許を取り上げ、公開特許は取り上

げていません。米国では2001年3月15日から出願公開制度を導入していますが、第一

に本報告書は 2000年以後発行の米国特許を調査する趣旨であり、時間軸上でのズレが

生じること、第二に本報告書はナノインプリント技術に関する米国での特許を知ること

が目的であり、侵害防止の面では登録特許を重視したいことなどによるためです。 

 

（２）和文タイトルと和文「発明のポイント」 

タイトルは直訳を避け、発明の内容を表す和文タイトルを付与しました。ナノインプ

リント技術を必須の要件とする特許には、「発明のポイント」欄を設けました。発明の

要点を和文で見て米国特許明細書を精査する必要があるかを判断する上での目安とし

て活用いただけます。 

 

（３）権利内容を重視 

権利侵害を避けるには、開発段階から他社特許に注意を払い、権利抵触や侵害問題の

発生を避けなければなりません。注意すべきなのは権利内容、すなわちクレーム（claim）

です。本調査報告書では、基本的に第一クレームを掲載し、後で参照していただきやす

いように、ナノインプリントを明確に記載しているサブクレームの番号を発明ポイント

の欄に記載しています。｢何が、保護を求めるべき技術的思想なのか｣(特許化する対象)
を学ぶ上で、この調査報告書を役立ててください。 

 

（４）米国特許固有の制度のガイド 

特許を取得することも大事な防衛策です。特許出願を進める上では、競合他社の関連

発明が、いつごろ出願されたのかを知ることは重要です。その後の技術の進みぐあいを

見込み、自社の発明の位置付けや重要性を確認することができます。米国特許のフロン

トページには、権利譲受人(企業や大学)のほか、現実の出願日、優先権の基礎となった

アメリカ以外の国の出願日（優先日）、継続出願(CP、CIP)の履歴や、米国特許を調べる

上で重要な米国特許分類（USC）などが記載されています。さらに、審査に引用された

先行特許文献(cited情報)などから基本特許を探り、無効資料や出願戦略を検討する有

益な情報なども得ることができます。 



３．技術分類 
 
本調査報告書ではナノインプリント関連の米国特許を、ナノインプリント装置や汎用プ

ロセスそれ自体に関する発明群と、具体的な用途関連発明群に分け、さらに、次のように

技術分類をしています（セクションⅡでは分類別に特許を収録）。 

 

技術分類 内容 

《ナノインプリント技術①》 

ナノインプリント 

 

ナノインプリント装置（スタンパ、モールディング装置、

精密プレス装置）、金型 (樹脂型、モールド、テンプレ

ート、スタンプ)に関する特許を取り上げました。ナノ

インプリントの関連ソフトも含めています。 

《ナノインプリント技術②》 

プロセス 

 

用途を具体的に限定することなく、広く利用されること

を前提とした汎用的ナノインプリントプロセス（生産技

術）、ナノインプリントで製造されるナノ構造体に関す

る特許を取り上げました。 

《さまざまな用途の展開①》 

電子応用 

電子デバイス（半導体、OE、ディスプレイ、MEMS など）

を特徴にするナノインプリント技術関連の特許を取り

上げました。 

《さまざまな用途の展開②》 

情報応用 

ディスクなどの情報記録メディア（CD、光メモリ、超高

密度記録など）を特徴にするナノインプリント技術関連

の特許を取り上げました。 

《さまざまな用途の展開③》 

光学応用 

光学部品（マイクロレンズ、プリズム、散乱板などの光

部品）を特徴にするナノインプリント技術関連の特許を

取り上げました。 

《さまざまな用途の展開④》 

流体応用 

流体素子（フルイディックス、バイオセンサ、ケミカル

ラボなど）に関する特許を取り上げました。 

《さまざまな用途の展開⑤》 

バイオ応用 

バイオや医療分野で利用されることを特徴にしたナノ

インプリント関連の特許を取り上げました。  

 
次ページの米国特許に見る技術俯瞰イメージ図（エリアマップ）をご参照ください。 



2000年以降に発行
された米国特許から
ナノインプリント技術
を俯瞰するイメージ
図です
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６．ページ構成 
 
本資料集は、冊子本体と CD-ROM から構成されています。 

 

（１）冊子本体 

①各論（2 ページ構成） 

ナノインプリント技術を必須の要件にする主要な特許は、見開き 2 ページで 1 件を掲載

しています。左ページには技術的な説明を、右ページには米国特許のフロントページを

掲載しています。技術分類別に、公報番号順（昇順）で収録しています。 

＜左ページ＞           ＜右ページ＞ 
 
米国特許番号       Ⓐ技術分類 
権利者          発行日 
 

Ⓑ日本語タイトル 
英語タイトル 

 
 
 
 
 

 Ⓓ発明相応図 
 
 ⒺClaim.1 
 
 

 

 Ⓕフロントページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓖ米国特許固有の制度説明 

Ⓐ技術分類 

発明の内容にふさわしい和文タイトルを付与しています。 

Ⓑ日本語タイトル 

日本語タイトルは直訳を避け、発明の内容を表す和文タイトルとしました。 

Ⓒ発明のポイント 

権利範囲に直結する和文説明をつけています。読者が日本語で見て、その英文明細書を精査

する必要があるかを判断する上で目安となることを狙っています。ナノインプリントを明確

に記載しているサブクレームの番号をコメント中で示しています。 

Ⓓ発明相応図（または、対応する国内公開特許） 

右ページのフロントページ掲載の代表図では発明の内容を表しきれていない場合には、発明

を適切に表す図面を選んで掲載しています。 

ⒺClaim.1 

英語の原文で掲載しています。 

Ⓕフロントページ 

フロントページを掲載しています。掲載されている要約文(ABSTRACT)や代表図は、必ずしも

権利範囲を代表するとは限らないので注意が必要です 

Ⓖ米国特許固有の制度説明 

  優先制度や、継続出願制度など、米国特許固有の制度について脚注説明をつけています。 

Ⓒ発明のポイント 



 

②各論（1 ページ構成） 

フォトリソ法やエッチング法などと並びでナノインプリント法も使用できると記載さ

れている特許は、1 ページ 1 件で技術分類と和文タイトルを付与したフロントページを

掲載しています。技術分類別に、公報番号順（昇順）で収録しています。 

米国特許番号        Ⓐ技術分類 
権利者           出願日 
 

Ⓑ日本語タイトル 
英語タイトル 

 Ⓕフロントページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓖ米国特許固有の制度説明 

 

Ⓐ技術分類 

Ⓑ日本語タイトル         2 ページ構成と同じ内容です。 

Ⓕフロントページ 

Ⓖ米国特許固有の制度説明 

 

③参考 

米国特許をさらに詳しく調べるための米国特許分類や検索用語、本調査報告書の該当特

許一覧表を掲載しています。 

 

（２）ＣＤ－ＲＯＭ 

①該当特許一覧表（Microsoft Excel 形式） 

該当特許一覧表の電子データです。書誌的事項の他、発明のポイントも収録されていま

すので、キーワードでソートしてご活用いただけます。また、②の米国特許全文明細書

にリンクがされていますので全文内容を参照するのに便利です。 

 

②米国特許全文明細書（PDF 形式） 

該当特許の米国特許全文明細書を収録しています。 

 
 



 

7,037,458 【技術分類】ナノインプリント 
【発行日】2006/05/02 

Intel Corporation, Santa Clara CA [US] 
  

スタンピング装置と方法 
Progressive stamping apparatus and method 

 
発明のポイント： スタンプ(26-1,26-2,…)を複数に分割してモールド(24)に個別加圧

する。 

【発明相応図】 

 

【Claim.1】 

1. An apparatus comprising: a first stamp to apply pressure to a mold at a first portion of the mold; anda second stamp to apply 
pressure to the mold at a second portion of the mold that is adjacent to the first portion of the mold;wherein the mold is a 
microtool. 



(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日（優先日）、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。



 

7,179,396 
【技術分類】プロセス

【発行日】2007/02/20

Molecular Imprints, Inc., Austin TX [US] 
  

インプリント多層構造形成方法 
Positive tone bi-layer imprint lithography method 

 
発明のポイント： 重合可能な流動材料により基板(31)上にパターンを形成、モールド

(28)の表面と接触させて重合させたのちモールドを剥離してコンフォ

ーマル層(40)を形成、コンフォーマル層の一部を除去して基板と離れ

た面にクラウン面(40)を形成する。特表 2005-521702 の一部優先権主

張に相当。 

【発明相応図】 

【Claim.1】 

1. A method of patterning a substrate, said method comprising: creating a multi-layered structure by forming, on said substrate, a 
patterned layer having protrusions and recessions, by disposing, on said substrate, a polymerizable fluid composition and 
contacting said polymerizable fluid composition with a surface of a mold, and subjecting said polymerizable fluid composition to 
conditions to polymerize said polymerizable fluid composition, forming said patterned layer, and forming, upon said patterned 
layer, a conformal layer, with said multi-layered structure having a crown surface facing sway from said substrate; andselectively 
removing portions of said multi-layered structure to expose regions of said substrate in superimposition with said protrusions 
while forming a hard mask in areas of said crown surface in superimposition with said recessions. 



(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日（優先日）、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。



 

6,870,168 
【技術分類】電子応用

【発行日】2005/03/22

Eastman Kodak Company, Rochester NY [US] 
  

マスク・ライティング・ツールの”Grid-Snappimg” 

ツールなしにチップ内で形成するレジストパターン 
Varying feature size in resist across the chip without the artifact 

of "grid-snapping" from the mask writing tool 
 

発明のポイント： サブストレートに第一パターン(20)をインプリントし同様な第二パ

ターン(30)を意図的に第一パターンからずらせてパターンニングす

ることにより、異なる組み合わせを生じさせ最終寸法に変化を生じさ

せる。 

【発明相応図】 

 

【Claim.1】 

1. A method for creating a pattern on a substrate, the method comprising the step of: 
(a) imprinting a first pattern on the substrate; and 
(b) imprinting a second substantially similar pattern that is intentionally mis-registered in a pre-defined manner with regard to 
the first pattern so that the combination of the first and second patterns causes continuous, systematic and pre-defined variations 
in final sizes of defined elements across the substrate consistent with the predefined misregistration so that at least two or more 
of the defined elements have different dimensions. 



(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日（優先日）、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。



 

6,752,952 【技術分類】情報応用 
【発行日】2004/06/22 

General Electric Company, Pittsfield MA [US] 
  

高密度記録ディスクのエンボス加工方法 
Embossing methods 

 
発明のポイント： 基板をガラス転移点以上に加熱し、一方、モールド金型はガラス転移

点より低温にプレヒートし、プレス成型する。ショックや振動による

基板の変形を 500μに設定する。 

【発明相応図】 

 

【Claim.1】 

1. A method for embossing a substrate, comprising: 
heating a first substrate to a temperature above a substrate surface glass transition temperature; 
preheating and maintaining a mold at a mold temperature below said substrate surface glass transition temperature; 
introducing said heated substrate to said preheated mold; 
compressing said heated substrate in said mold; 
cooling said compressed substrate; and 
removing said cooled substrate from said mold; 
wherein said substrate has an axial displacement peak of less than about 500mu under shock or vibration excitation. 



(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日（優先日）、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。



 

6,305,194 【技術分類】光学応用 
【発行日】2001/10/23 

Eastman Kodak Company, Rochester NY [US] 
  

マイクロレンズアレイの製造方法 
Mold and compression molding method for microlens arrays 

 
(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日（優先日）、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。




